
















































专利名称(译) 有机电子器件元件封装用树脂组合物、有机电子器件元件封装用树脂片、有机电致发光元件以及图像显示
装置
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摘要(译)

本发明涉及一种有机电子器件元件封装用树脂组合物、使用了该树脂组
合物的树脂片、有机电致发光元件以及图像显示装置，该有机电子器件
元件封装用树脂组合物的特征在于，其含有：聚异丁烯树脂(A)；氢化环
烯烃树脂(B)；和通过自由基聚合、阴离子聚合、或配位聚合中的任一种
得到的显示出橡胶弹性的聚合物(C)。
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